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发泡陶瓷保温装饰板的制备方法及发泡陶

瓷保温装饰板

(57)摘要

本发明公开了一种发泡陶瓷保温装饰板的

制备方法，其包括：制备陶瓷砖砖坯，将其放入高

温匣钵，并将发泡陶瓷粉料布料到陶瓷砖砖坯

上，形成发泡陶瓷坯体，得到坯体；然后将坯体烧

制、冷却，得到发泡陶瓷保温装饰板成品。其中，

发泡陶瓷保温装饰板包括陶瓷砖层和发泡陶瓷

层；陶瓷砖砖坯的宽度：陶瓷砖层的宽度=（1.05~
1 .2）:1；发泡陶瓷坯体的宽度：发泡陶瓷层的宽

度=（1.02~1 .07）:1。相应的，本发明还公开了一

种发泡陶瓷保温装饰板，其采用上述方法制备而

得。实施本发明，可有效降低发泡陶瓷保温装饰

板的生产成本，提升装饰功能。
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1.一种发泡陶瓷保温装饰板的制备方法，其特征在于，包括：

（1）制备陶瓷砖粉料，压成、干燥后得到陶瓷砖砖坯；

（2）制备发泡陶瓷粉料待用；

（3）将所述陶瓷砖砖坯放入高温匣钵中，并将发泡陶瓷粉料布料到所述陶瓷砖砖坯上，

得到装饰板坯体；所述装饰板坯体包括陶瓷砖砖坯和设于其上的发泡陶瓷坯体；

（4）将所述装饰板坯体按照第一温度曲线烧制；

（5）将步骤（4）得到的装饰板坯体按照第二温度曲线冷却，得到发泡陶瓷保温装饰板成

品；

所述发泡陶瓷保温装饰板包括陶瓷砖层和发泡陶瓷层；

所述陶瓷砖砖坯的宽度：陶瓷砖层的宽度=（1.05~1.2）：1；

所述发泡陶瓷坯体的宽度：发泡陶瓷层的宽度=（1.02~1.07）：1。

2.如权利要求1所述的发泡陶瓷保温装饰板的制备方法，其特征在于，步骤（1）包括：

（1.1）将用于制备陶瓷砖砖坯的各种原料混合，并经球磨、喷雾干燥后得到陶瓷砖粉

料；

（1.2）将陶瓷砖粉料布料到模具中，压制得到陶瓷砖坯体；

（1.3）将所述陶瓷砖坯体干燥，并在其正面印刷装饰图案，得到陶瓷砖砖坯。

3.如权利要求1所述的发泡陶瓷保温装饰板的制备方法，其特征在于，步骤（1）包括：

（1.1）将用于制备陶瓷砖砖坯的各种原料混合，并经球磨、喷雾干燥后得到陶瓷砖粉

料；

（1.2）将陶瓷砖粉料采用多管布料机布料，并压制后得到正面带有装饰图案的陶瓷砖

坯体；

（1.3）将所述陶瓷砖坯体干燥，得到陶瓷砖砖坯。

4.如权利要求2或3所述的发泡陶瓷保温装饰板的制备方法，其特征在于，步骤（3）中，

放置所述陶瓷砖砖坯时，将设有装饰图案的正面朝下放入高温匣钵中；所述高温匣钵的底

部及侧壁均设有可分离的陶瓷纤维纸。

5.如权利要求1所述的发泡陶瓷保温装饰板的制备方法，其特征在于，步骤（4）和步骤

（5）中，采用辊道窑进行烧制和冷却；

所述第一温度曲线为：

从室温到900℃，升温时间为20~70  min；

从900℃到1020℃，升温时间为20~40  min；

从1020℃到烧成温度，升温时间为10~30  min；

在烧成温度保温10~40  min；

所述第二温度曲线为：

从烧成温度到650℃，降温时间为40~90  min；

从650℃到50℃，降温时间为100~330  min；

其中，所述烧成温度为1150~1235  ℃。

6.如权利要求1所述的发泡陶瓷保温装饰板的制备方法，其特征在于，步骤（4）和步骤

（5）中，采用隧道窑进行烧制和冷却；

所述第一温度曲线为：
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从室温到900℃，升温时间为40~70  min；

从900℃到1020℃，升温时间为40~60  min；

从1020℃到烧成温度，升温时间为20~30  min；

在烧成温度保温30~70  min；

所述第二温度曲线为：

从烧成温度到650℃，降温时间为40~90  min；

从650℃到50℃，降温时间为80~300  min；

其中，所述烧成温度为1150~1235  ℃。

7.如权利要求1所述的发泡陶瓷保温装饰板的制备方法，其特征在于，所述陶瓷砖层主

要由以下重量份的原料制成：

粘土10~20份，钾长石10~38份，钠长石5~40份，石英0~20份，石灰石0~15份，硅灰石0~10

份，萤石0~5份，滑石0~5份，铝矾土0~15份。

8.如权利要求1所述的发泡陶瓷保温装饰板的制备方法，其特征在于，所述发泡陶瓷层

主要由以下重量份的原料制成：

粘土  10~20份，骨料40~80份，钾长石0~30份，钠长石0~30份，玻璃粉0~15份，石灰石0~5

份，发泡剂0~1份，稳泡剂0~3份；

其中，所述骨料选用抛光渣、粉煤灰、煤矸石、花岗岩、珍珠岩、金属尾矿、金属冶炼炉渣

中的一种或多种。

9.如权利要求5或6所述的发泡陶瓷保温装饰板的制备方法，其特征在于，所述烧成温

度为1180~1200  ℃，烧制和冷却的总耗时为250~600  min；

陶瓷砖层的厚度为1~10  mm；

所述发泡陶瓷层的厚度为20~200  mm。

10.一种发泡陶瓷保温装饰板，其特征在于，其由权利要求1~9任一项所述的制备方法

制备而得。
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发泡陶瓷保温装饰板的制备方法及发泡陶瓷保温装饰板

技术领域

[0001] 本发明涉及泡沫陶瓷领域，尤其涉及一种发泡陶瓷保温装饰板的制备方法及发泡

陶瓷保温装饰板。

背景技术

[0002] 发泡陶瓷保温装饰板是以发泡陶瓷为基体，同时表面带有装饰图案的具有保温装

饰一体化效果的板材。主要用于建筑的外墙保温装饰。现有的发泡陶瓷保温装饰一体板主

要有三种类型：

A、在发泡陶瓷基础板烧成加工完后，后期进行表面的装饰处理，主要有：表面喷涂料或

喷涂真石漆。该类产品使用寿命有限，因为发泡陶瓷与涂料、真石漆等性能完全不一致，将

二者复合到一起以后，表面装饰层很容易脱落。

[0003] B、在发泡陶瓷基础板烧成加工完后，涂抹胶水，在其表面粘合石材薄板、陶瓷薄板

或硅钙板等。由于胶水易老化，尤其是应用在户外时。因此，这种产品使用寿命短，表面装饰

层容易脱落。

[0004] C、还有一种装饰方法是采用微晶料进行装饰。其制备方法是通过两次布料形成微

晶料层+发泡陶瓷层，然后一体烧成得到产品。然而，这种微晶料本质上属于熔块，其需要将

各种陶瓷原料高温烧成、然后粉碎得到。这种微晶料的成本高。尤其是要采用多种色彩的装

饰图案时，需要制备多种不同颜色的微晶料，其成本极高。此外，这种产品还具有成品率低

的缺点，因为发泡陶瓷料与微晶料属于不同性质的两种基础材质，所以在整个生产过程中

不同生产阶段的不同温度环境下的膨胀系数不同，容易造成产品开裂。

[0005] 针对上述问题，也有研究者将普通的陶瓷砖应用于发泡陶瓷的装饰；例如中国专

利ZL201710379060.2公开了一种复合泡沫陶瓷砖的生产方法，其在成型或烧制后的坯体周

围设置围边，形成空腔；然后将泡沫陶瓷粉料布置在空腔内，进而一体烧成。这种生产方法

可提升陶瓷砖与发泡陶瓷层的结合强度；但是，这种围边设置工艺困难：如果采用成型坯

体，由于生坯强度弱，设置围边时，成型坯体容易断裂；如果采用烧成坯体，则陶瓷砖进行了

二次烧成，其成本相对较高。此外，其在烧成过程中将陶瓷砖正面朝下，直接与陶瓷辊棒接

触，其在高温过程中会破坏装饰图案，因此其表面装饰作用也相对较差。

[0006] 还有中国专利申请ZL  201610500997.6公开了一种多层结构的陶瓷的制作方法，

其将成型后陶瓷砖坯体放入模具中，再灌入泡沫陶瓷坯料，压制成型，然后一体烧成。这种

工艺也可有效提升陶瓷砖与泡沫陶瓷粉料的连接强度。然而，其泡沫陶瓷采用注射、固化、

压制、干燥、排胶，然后烧成的生产工艺，工艺流程及其复杂。且其需要整体控制在氮气气氛

中烧结，这就造成普通的陶瓷砖配方难以氧化，造成黑心、鼓包、开裂等缺陷。此外，整体的

氮气气氛也不利于一些色料发色，从而弱化了陶瓷砖的装饰效果。由此可见，现有技术中将

陶瓷砖与发泡陶瓷复合时，难以解决两者之间的匹配，容易发生变形、开裂、黑心等大量缺

陷。
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发明内容

[0007] 本发明所要解决的技术问题在于，提供一种发泡陶瓷保温装饰板的制备方法，其

生产成本低，装饰效果好。

[0008] 本发明还要解决的技术问题在于，提供一种发泡陶瓷保温装饰板。

[0009] 为了解决上述技术问题，本发明提供了一种发泡陶瓷保温装饰板的制备方法，其

包括：

（1）制备陶瓷砖粉料，压成、干燥后得到陶瓷砖砖坯；

（2）制备发泡陶瓷粉料待用；

（3）将所述陶瓷砖砖坯放入高温匣钵中，并将发泡陶瓷粉料布料到所述陶瓷砖砖坯上，

得到装饰板坯体；所述装饰板坯体包括陶瓷砖砖坯和设于其上的发泡陶瓷坯体；

（4）将所述装饰板坯体按照第一温度曲线烧制；

（5）将步骤（4）得到的装饰板坯体按照第二温度曲线冷却，得到发泡陶瓷保温装饰板成

品；所述发泡陶瓷保温装饰板包括陶瓷砖层和发泡陶瓷层；

所述陶瓷砖砖坯的宽度：陶瓷砖层的宽度=（1.05~1.2）：1；

所述发泡陶瓷坯体的宽度：发泡陶瓷层的宽度=（1.02~1.07）：1。

[0010] 作为上述技术方案的改进，步骤（1）包括：

（1.1）将用于制备陶瓷砖砖坯的各种原料混合，并经球磨、喷雾干燥后得到陶瓷砖粉

料；

（1.2）将陶瓷砖粉料布料到模具中，压制得到陶瓷砖坯体；

（1.3）将所述陶瓷砖坯体干燥，并在其正面印刷装饰图案，得到陶瓷砖砖坯。

[0011] 作为上述技术方案的改进，步骤（1）包括：

（1.1）将用于制备陶瓷砖砖坯的各种原料混合，并经球磨、喷雾干燥后得到陶瓷砖粉

料；

（1.2）将陶瓷砖粉料采用多管布料机布料，并压制后得到正面带有装饰图案的陶瓷砖

坯体；

（1.3）将所述陶瓷砖坯体干燥，得到陶瓷砖砖坯。

[0012] 作为上述技术方案的改进，步骤（3）中，放置所述陶瓷砖砖坯时，将设有装饰图案

的正面朝下放入高温匣钵中；所述高温匣钵的底部及侧壁均设有可分离的陶瓷纤维纸。

[0013] 作为上述技术方案的改进，步骤（4）和步骤（5）中，采用辊道窑进行烧制和冷却；

所述第一温度曲线为：

从室温到900℃，升温时间为20~70  min；

从900℃到1020℃，升温时间为20~40  min；

从1020℃到烧成温度，升温时间为10~30  min；

在烧成温度保温10~40  min；

所述第二温度曲线为：

从烧成温度到650℃，降温时间为40~90  min；

从650℃到50℃，降温时间为100~330  min；

其中，所述烧成温度为1150~1235  ℃。

[0014] 作为上述技术方案的改进，步骤（4）和步骤（5）中，采用隧道窑进行烧制和冷却；
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所述第一温度曲线为：

从室温到900℃，升温时间为40~70  min；

从900℃到1020℃，升温时间为40~60  min；

从1020℃到烧成温度，升温时间为20~30  min；

在烧成温度保温30~70  min；

所述第二温度曲线为：

从烧成温度到650℃，降温时间为40~90  min；

从650℃到50℃，降温时间为80~300  min；

其中，所述烧成温度为1150~1235  ℃。

[0015] 作为上述技术方案的改进，所述陶瓷砖层主要由以下重量份的原料制成：

粘土10~20份，钾长石10~38份，钠长石5~40份，石英0~20份，石灰石0~15份，硅灰石0~10

份，萤石0~5份，滑石0~5份，铝矾土0~15份。

[0016] 作为上述技术方案的改进，所述发泡陶瓷层主要由以下重量份的原料制成：

粘土  10~20份，骨料40~80份，钾长石0~30份，钠长石0~30份，玻璃粉0~15份，石灰石0~5

份，发泡剂0~1份，稳泡剂0~3份；

其中，所述骨料选用抛光渣、粉煤灰、煤矸石、花岗岩、珍珠岩、金属尾矿、金属冶炼炉渣

中的一种或多种。

[0017] 作为上述技术方案的改进，所述烧成温度为1180~1200  ℃，烧制和冷却的总耗时

为250~600  min；

陶瓷砖层的厚度为1~10  mm；

所述发泡陶瓷层的厚度为20~200  mm。

[0018] 相应的，本发明还公开了一种发泡陶瓷保温装饰板，其由上述的制备方法制备而

得。

[0019] 实施本发明，具有以下优点：

1.  本发明中的发泡陶瓷保温装饰板的制备方法，将陶瓷砖砖坯与发泡陶瓷坯体共同

一次烧成，节省了燃耗成本；同时，这种一次烧成得到的结构，用于装饰的表面陶瓷砖层与

发泡陶瓷层结合稳固，不轻易脱落，耐用时间长。

[0020] 2.  本发明中的发泡陶瓷保温装饰板的制备方法，将陶瓷砖砖坯单独成型，故可采

用常规的陶瓷砖装饰方法（如喷墨打印、多管布料等）进行装饰，大幅度地优化了装饰效果。

[0021] 3.  本发明通过对于烧成前后坯体尺寸的控制，实现了陶瓷砖砖坯与发泡陶瓷坯

体在烧制、冷却过程中的协同，使得两者在烧制和冷却过程之中不产生应力；从而确保了不

产生裂变、变形、鼓包等缺陷，保证产品性能稳定。

[0022] 4.  本发明中的陶瓷砖配方可与发泡陶瓷配方相适应，在烧成后，陶瓷砖不发生变

形，平直度良好；发泡陶瓷层孔道均匀，导热性能、抗压强度等物化性能优良。

[0023] 5.  本发明中的发泡陶瓷保温装饰板，其原料适用性广。其可适用的发泡陶瓷配方

体系包括：抛光渣配方体系、粉煤灰配方体系、煤矸石配方体系、花岗岩配方体系、常规陶瓷

原料配方体系、珍珠岩配方体系、金属尾矿配方体系、金属冶炼炉渣配方体系等。表面的陶

瓷砖装饰层则可适用于常规的陶瓷砖生产用原料。
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附图说明

[0024] 图1是本发明一种发泡陶瓷保温装饰板的制备方法流程图；

图2是本发明实施例5中发泡陶瓷装饰板的实物图。

具体实施方式

[0025] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合附图对本发明作进一

步地详细描述。仅此声明，本发明在文中出现或即将出现的上、下、左、右、前、后、内、外等方

位用词，仅以本发明的附图为基准，其并不是对本发明的具体限定。

[0026] 本发明提供一种发泡陶瓷保温装饰板的制备方法，参见图1，其包括以下步骤：

S1：制备陶瓷砖粉料，压成、干燥后得到陶瓷砖砖坯；

S2：制备发泡陶瓷粉料待用；

具体的，将用于制备发泡陶瓷层原料经混合、球磨、喷雾干燥后得到发泡陶瓷粉料；

S3：将陶瓷砖砖坯放入高温匣钵中，并将发泡陶瓷粉料布料到陶瓷砖砖坯上，得到装饰

板坯体；

其中，装饰板坯体包括陶瓷砖砖坯与发泡陶瓷坯体。

[0027] 具体的，放置所述陶瓷砖砖坯时，将设有装饰图案的正面朝下放入高温匣钵中。在

高温匣钵的四周和底部均设有可分离的陶瓷纤维纸。陶瓷纤维纸为硅酸铝材质，其在高温

烧制时不熔化，不影响装饰图案，冷却后可轻易去除。

[0028] 其中，高温匣钵的材质为堇青石-莫来石材质，但不限于此。

[0029] S4：将装饰板坯体按照第一温度曲线烧制；

S5：将步骤S4得到的装饰板坯体按照第二温度曲线冷却，得到发泡陶瓷保温装饰板；

优选的，还包括以下步骤：

S6：将发泡陶瓷保温装饰板进行切割磨削，得到发泡陶瓷保温装饰板成品。

[0030] 其中，发泡陶瓷保温装饰板包括陶瓷砖层和发泡陶瓷层。

[0031] 其中，在烧制过程中，陶瓷砖砖坯横向（宽度方向）收缩；发泡陶瓷坯体由于被高温

匣钵限制，其在宽度方向上尺寸不变，在厚度方向上膨胀。在冷却过程中，陶瓷砖砖坯横向

收缩；发泡陶瓷坯体在宽度和厚度方向上收缩。经过上述尺寸变化后，陶瓷砖砖坯的宽度:

陶瓷砖层的宽度=（1.05~1.2）:1；发泡陶瓷坯体的宽度：发泡陶瓷层的宽度=（1.02~1.07）:

1。优选的，陶瓷砖砖坯的宽度:陶瓷砖层的宽度=（1.08~1.13）:1；发泡陶瓷坯体的宽度：发

泡陶瓷层的宽度=（1.03~1.06）:1。

[0032] 本发明中的制备方法，将陶瓷砖砖坯与发泡陶瓷坯体共同烧成，节约烧成能量，降

低生产成本。同时，通过对陶瓷砖砖坯和发泡陶瓷坯体的尺寸的控制，实现了陶瓷砖砖坯与

发泡陶瓷坯体在烧制、冷却过程中的协同，使得两者在烧制和冷却过程之中不产生应力；从

而确保了不产生裂变、变形、鼓包等缺陷，保证产品性能稳定。

[0033] 需要说明的是，普通陶瓷砖在烧成过程中，其厚度基本保持不变，但其宽度均呈现

收缩趋势，整体收缩可达到9~15%左右。而发泡陶瓷在烧成时，在升温过程中，其配方中的发

泡剂等物质分解，尺寸呈膨胀趋势，整体膨胀可达到150~300%；但在降温过程中，发泡陶瓷

在厚度和宽度方向上均呈收缩趋势，整体收缩可达到0.5~8%左右。其中，各尺寸的收缩、膨

胀由配方、烧成制度共同决定。这种陶瓷砖与发泡陶瓷的尺寸变化趋势的不同使得两者复
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合产品在烧成过程中难以控制，容易发生开裂、翘曲、下弯等缺陷。本发明通过大量的研究

发现，在高温烧制过程中，只要控制发泡陶瓷层不在宽度方向上大量膨胀；在降温过程中，

控制发泡陶瓷层与陶瓷砖层收缩基本趋于一致，即可使得两者有效协同，保证不产生裂变、

变形等缺陷。因此，本发明通过控制烧制、冷却前后尺寸的比例来实现上述过程控制，得到

了性能良好的保温饰板产品。

[0034] 具体的，在本发明中，陶瓷砖层可由普通的陶瓷砖原料制成。优选的，本发明中的

陶瓷砖层主要由以下重量份的原料制成：

粘土10~20份，钾长石10~38份，钠长石5~40份，石英0~20份，石灰石0~15份，硅灰石0~10

份，萤石0~5份，滑石0~5份，铝矾土0~15份。

[0035] 进一步的，陶瓷砖层的原料还包括一些本领域常用的助剂，如增强剂、减水剂等，

但不限于此。

[0036] 上述配方形成的陶瓷砖砖坯，在烧制时，呈固相烧结，不会受到液化的发泡陶瓷坯

体的影响；同时其在烧制和冷却过程中收缩合理，可与发泡陶瓷坯体良好配合。

[0037] 本发明的陶瓷砖层配方中，引入了铝矾土、石灰石、硅灰石、萤石，其可调整陶瓷砖

层的热膨胀系数，确保在冷却过程中陶瓷砖层与发泡陶瓷层收缩趋于一致。此外，通过对以

上几种原料的有目的性地选择，可使得本发明中的陶瓷砖层适用于不同配方体系的陶瓷砖

层。

[0038] 在本发明陶瓷砖层的配方之中，粘土主要提升陶瓷砖砖坯的生坯强度，避免其在

翻转放入高温匣钵的过程中发生断裂或隐裂，提高成品率。石英以及铝矾土属于陶瓷砖砖

坯骨架，其可保证烧成后陶瓷砖层的力学性能。钾长石、钠长石、滑石、萤石属于主要的熔剂

类原料，主要用于调整陶瓷砖层的烧结温度。

[0039] 进一步的，为了提升本发明中的陶瓷砖砖坯的生坯强度，配方之中还包括增强剂

0.01~0.5份，减水剂0.1~3份。其中，增强剂选用甲基纤维素，但不限于此。

[0040] 优选的，本发明中的陶瓷砖层由以下重量份的原料制成：

粘土10~20份，钾长石15~26份，钠长石8~35份，石英2~15份，石灰石2~15份，硅灰石0~10

份，萤石0~5份，滑石1~5份，铝矾土3~15份，甲基纤维素0.05~0.3份，减水剂0.3~2.5份。

[0041] 具体的，在本发明中，对于发泡陶瓷层的具体配方没有限制，本领域技术人员可根

据实际需要选取现有的任意一种发泡陶瓷层。优选的，在本发明中，发泡陶瓷层主要由以下

重量份的原料制成：

粘土  10~20份，骨料40~80份，钾长石0~30份，钠长石0~30份，玻璃粉0~15份，石灰石0~5

份，发泡剂0~1份，稳泡剂0~3份；

进一步的，发泡陶瓷层的原料还包括一些本领域常用的助剂，如增强剂、减水剂等，但

不限于此。

[0042] 基于上述配方的发泡陶瓷层，在高温烧制时，其完全液化，能够流平在陶瓷砖砖坯

表面，使得陶瓷砖砖坯与发泡陶瓷坯体之间不产生应力；在冷却过程中，其收缩为3~5%，与

陶瓷砖砖坯的收缩基本一致，两者之间也不产生应力。当两者之间不产生应力时，发泡陶瓷

层不会影响陶瓷砖层的性能，保证其不发生变形等缺陷；陶瓷砖层也不会影响发泡陶瓷层

的发泡情况，保证发泡陶瓷层发泡均匀细密，导热系数低，抗压强度高，隔热性能优良。

[0043] 其中，在本发明的发泡陶瓷层配方中，骨料可选用选用抛光渣、粉煤灰、煤矸石、花
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岗岩、珍珠岩、普通陶瓷砖粉料、金属尾矿、金属冶炼炉渣中的一种或多种。本发明中的制备

方法可适应于各种配方体系的发泡陶瓷。

[0044] 发泡剂选用碳化硅或抛光磨头回收料，但不限于此；稳泡剂选用二氧化锰，但不限

于此。

[0045] 进一步的，为了实现对陶瓷砖砖坯和发泡陶瓷坯体在烧制、冷却过程中尺寸变化

的控制，消除应力。还需要结合烧制和冷却过程中的温度曲线。

[0046] 具体的，在本发明中，在本发明中，烧制和冷却可在辊道窑中进行，也可在隧道窑

中进行。

[0047] 当采用辊道窑烧成时，其烧制过程中的第一温度曲线如下：

从室温到900℃，升温时间为20~70  min；

从900℃到1020℃，升温时间为20~40  min；

从1020℃到烧成温度，升温时间为10~30  min；

在烧成温度保温10~40  min；

其冷却过程中的第二温度曲线如下：

从烧成温度到650℃，降温时间为40~90  min；

从650℃到50℃，降温时间为100~330  min；

其中，所述烧成温度为1150~1235  ℃。优选的，烧成温度为1180℃~1200℃，烧成和冷却

的总耗时为250~600  min。基于上述的烧制和冷却的温度曲线，本发明可实现对于陶瓷砖砖

坯层和发泡陶瓷坯体的收缩控制，提升产品质量。同时也可实现快速烧成。

[0048] 当采用隧道窑烧成时，其烧制过程中的第一温度曲线如下：

从室温到900℃，升温时间为40~70  min；

从900℃到1020℃，升温时间为40~60  min；

从1020℃到烧成温度，升温时间为20~30  min；

在烧成温度保温30~70  min；

冷却过程中的第二温度曲线为：

从烧成温度到650℃，降温时间为40~90  min；

从650℃到50℃，降温时间为80~300  min；

其中，所述烧成温度为1150~1235  ℃。优选的，烧成温度为1180℃~1200℃，烧成和冷却

的总耗时为250~600  min。基于上述的烧制和冷却的温度曲线，本发明可实现对于陶瓷砖砖

坯层和发泡陶瓷坯体的收缩控制，提升产品质量。

[0049] 通过上述配方和制备方法制备得到的发泡陶瓷层，其体积密度为150~400  kg/m3，

抗压强度为2~6  MPa，吸水率≤1.5%，导热系数≤0.1  W/(m·K)，防火等级为A1级。

[0050] 具体的，在本发明中，装饰功能主要是通过对陶瓷砖的装饰实现的。在本发明中，

陶瓷砖装饰可采用釉料装饰、印刷装饰（丝网印刷、喷墨印刷）、多管布料、单管凹凸模面布

料等装饰工艺，其可在陶瓷砖的正面装饰出立体荔枝面仿大理石、多色仿砂岩、大颗粒仿花

岗岩面、天然石材纹路、立体石材纹路、纯色面、纯色仿陶板面、纯色立体荔枝面等效果，但

不限于此。

[0051] 优选的，在本发明的一个实施例之中，通过以下装饰方法进行装饰。具体的，S1包

括：
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S11：将用于制备陶瓷砖砖坯的各种原料混合，并经球磨、喷雾干燥后得到陶瓷砖粉料；

S12：将陶瓷砖粉料布料到模具中，压制得到陶瓷砖坯体；

具体的，在此步骤中，可采用单管布料，即制备单一颜色的陶瓷砖坯体；也可采用多管

布料，即将陶瓷砖粉料与不同色料混合后，通过多管布料，制备多彩的陶瓷砖坯体。

[0052] 具体的，在此步骤中，可采用平面的模具，也可采用凹凸面的模具；通过凹凸面的

模具可营造出立体效果，丰富装饰效果。

[0053] S13：将所述陶瓷砖坯体干燥，并在其正面印刷装饰图案，得到陶瓷砖砖坯。

[0054] 具体的，在喷墨印刷前，在干燥的陶瓷砖坯体正面施底釉，然后在底釉表面印刷装

饰图案。具体的，可采用喷墨印刷或丝网印刷进行装饰图案的印刷。

[0055] 优选的，在本发明的另一个实施例之中，通过以下装饰方法装饰。具体的，S1包括：

S11：将用于制备陶瓷砖砖坯的各种原料混合，并经球磨、喷雾干燥后得到陶瓷砖粉料；

S12：将陶瓷砖粉料采用多管布料机布料，并压制后得到正面带有装饰图案的陶瓷砖坯

体；

具体的，可先布一层陶瓷砖粉料；然后将陶瓷砖粉料与不同色料混合后，通过多管布

料，形成面层；进而得到陶瓷砖坯体。也可先将陶瓷砖粉料与不同色料混合，通过多管布料

机布料，然后再布料一层陶瓷砖粉料，压制后翻转，即得到陶瓷砖坯体。

[0056] 具体的，在此步骤中，可采用平面的模具，也可采用凹凸面的模具；通过凹凸面的

模具可营造出立体效果，丰富装饰效果。

[0057] S13：将所述陶瓷砖坯体干燥，得到陶瓷砖砖坯。

[0058] 相应的，本发明还公开了一种发泡陶瓷保温装饰板，其通过上述方法制备而得。其

包括陶瓷砖层和发泡陶瓷层；陶瓷砖层的正面设有装饰图案，背面与发泡陶瓷层通过烧结

粘接。其中，陶瓷砖层的厚度为1~10  mm，发泡陶瓷层的厚度为20~200  mm。

[0059] 下面以具体实施例对本发明进行说明：

实施例1~4

该组实施例提供发泡陶瓷保温装饰板，其包括陶瓷砖层和发泡陶瓷层；其中，陶瓷砖层

的厚度为8  mm；发泡陶瓷层的厚度80  mm。其中，陶瓷砖层的配方与发泡陶瓷层的配方如表1

和表2所示；

其制备方法为：

（1）制备陶瓷砖粉料，压成、干燥后得到陶瓷砖砖坯；

具体的，压成过程中，采用平面模具；干燥后施底釉，然后再喷墨印刷图案，得到陶瓷砖

砖坯；陶瓷砖砖坯的尺寸为890×890  mm2；

（2）制备发泡陶瓷粉料待用；

具体的，按照配方混合各种原料，然后经球磨、喷雾干燥、过筛后得到发泡陶瓷粉料；

（3）将陶瓷砖砖坯放入高温匣钵中，并将发泡陶瓷粉料布料到陶瓷砖砖坯上，得到装饰

板坯体；装饰板坯体包括陶瓷砖砖坯和设于其上的发泡陶瓷坯体；

具体的，将设有装饰图案的正面朝下放入高温匣钵中；并且，高温匣钵的底部以及四周

避免均设有可分离的硅酸铝陶瓷纤维纸；

高温匣钵底面的尺寸为892×892  mm2。

[0060] （4）将所述装饰板坯体按照第一温度曲线烧制；
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其中，将坯体在辊道窑中进行烧制，第一温度曲线为：

从室温到900℃，升温时间为30  min；

从900℃到1020℃，升温时间为24  min；

从1020℃到烧成温度，升温时间为20  min；

在烧成温度保温25  min；

其中，烧成温度为1190℃；

（5）将步骤（4）得到的所述装饰板坯体按照第二温度曲线冷却；

其中，第二温度曲线为：

从1190℃到650℃，降温时间为60  min；

从650℃到50℃，降温时间为120  min。

[0061] （6）切割磨削，得到发泡陶瓷保温装饰板成品。

[0062] 实施例5

本实施例提供发泡陶瓷保温装饰板，其包括陶瓷砖层和发泡陶瓷层；其中，陶瓷砖层的

厚度为10  mm；发泡陶瓷层的厚度60  mm。其中，陶瓷砖层的配方与发泡陶瓷层的配方如表1

和表2所示；

其制备方法为：
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（1）制备陶瓷砖粉料，压成、干燥后得到陶瓷砖砖坯；

具体的，压成过程中，采用凹凸面模具；陶瓷砖砖坯的尺寸为890×890  mm2；

（2）制备发泡陶瓷粉料待用；

具体的，按照配方混合各种原料，然后经球磨、喷雾干燥、过筛后得到发泡陶瓷粉料；

（3）将陶瓷砖砖坯放入高温匣钵中，并将发泡陶瓷粉料布料到陶瓷砖砖坯上，得到装饰

板坯体；所述装饰板坯体包括陶瓷砖砖坯和设于其上的发泡陶瓷坯体；

具体的，将设有装饰图案的正面朝下放入高温匣钵中；并且，高温匣钵的底部以及四周

避免均设有可分离的硅酸铝陶瓷纤维纸；

高温匣钵底面的尺寸为892×892  mm2。

[0063] （4）将所述装饰板坯体按照第一温度曲线烧制；

其中，将坯体在辊道窑中进行烧制，第一温度曲线为：

从室温到900℃，升温时间为35  min；

从900℃到1020℃，升温时间为30  min；

从1020℃到烧成温度，升温时间为15  min；

在烧成温度保温30  min；

其中，烧成温度为1150℃；

（5）将步骤（4）得到的装饰板坯体按照第二温度曲线冷却；

其中，第二温度曲线为：

从1190℃到650℃，降温时间为45  min；

从650℃到50℃，降温时间为130  min。

[0064] （6）切割磨削，得到发泡陶瓷保温装饰板成品。

[0065] 实施例6

本实施例提供发泡陶瓷保温装饰板，其包括陶瓷砖层和发泡陶瓷层；其中，陶瓷砖层的

厚度为8  mm；发泡陶瓷层的厚度50  mm。其中，陶瓷砖层的配方与发泡陶瓷层的配方如表1和

表2所示；

其制备方法为：

（1）制备陶瓷砖粉料，压成、干燥后得到陶瓷砖砖坯；

具体的，将各种原料经球磨、喷雾干燥后得到陶瓷砖粉料，然后与不同色料混合，得到

多种不同颜色的陶瓷砖粉料；进而采用多管布料机布料后压成，干燥后得到陶瓷砖砖坯；陶

瓷砖砖坯的尺寸为890×890  mm2；

（2）制备发泡陶瓷粉料待用；

具体的，按照配方混合各种原料，然后经球磨、喷雾干燥、过筛后得到发泡陶瓷粉料；

（3）将陶瓷砖砖坯放入高温匣钵中，并将发泡陶瓷粉料布料到陶瓷砖砖坯上，得到装饰

板坯体；所述装饰板坯体包括陶瓷砖砖坯和设于其上的发泡陶瓷坯体；

具体的，将设有装饰图案的正面朝下放入高温匣钵中；并且，高温匣钵的底部以及四周

避免均设有可分离的硅酸铝陶瓷纤维纸；

高温匣钵底面的尺寸为892×892  mm2。

[0066] （4）将所述装饰板坯体按照第一温度曲线烧制；

其中，将坯体在辊道窑中进行烧制，第一温度曲线为：
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从室温到900℃，升温时间为40  min；

从900℃到1020℃，升温时间为25  min；

从1020℃到烧成温度，升温时间为16  min；

在烧成温度保温25  min；

其中，烧成温度为1160℃；

（5）将步骤（4）得到的装饰板坯体按照第二温度曲线冷却；

其中，第二温度曲线为：

从1190℃到650℃，降温时间为55  min；

从650℃到50℃，降温时间为150  min。

[0067] （6）切割磨削，得到发泡陶瓷保温装饰板成品。

[0068] 实施例7

本实施例提供发泡陶瓷保温装饰板，其包括陶瓷砖层和发泡陶瓷层；其中，陶瓷砖层的

厚度为9  mm；发泡陶瓷层的厚度200  mm。其中，陶瓷砖层的配方与发泡陶瓷层的配方如表1

和表2所示；

其制备方法为：

（1）制备陶瓷砖粉料，压成、干燥后得到陶瓷砖砖坯；

具体的，将各种原料经球磨、喷雾干燥后得到陶瓷砖粉料，然后将粉料与不同色料混

合；进而采用多管布料机布料后压成，干燥后得到陶瓷砖砖坯；陶瓷砖砖坯的尺寸为890×

890  mm2；

然后与不同色料混合，得到多种不同颜色的陶瓷砖粉料；进而采用多管布料机布料后

压成，干燥后得到陶瓷砖砖坯；陶瓷砖砖坯的尺寸为890×890  mm2；

（2）制备发泡陶瓷粉料待用；

具体的，按照配方混合各种原料，然后经球磨、喷雾干燥、过筛后得到发泡陶瓷粉料；

（3）将所述陶瓷砖砖坯放入高温匣钵中，并将发泡陶瓷粉料布料到所述陶瓷砖砖坯上，

得到装饰板坯体；所述装饰板坯体包括陶瓷砖砖坯和设于其上的发泡陶瓷坯体；

具体的，将设有装饰图案的正面朝下放入高温匣钵中；并且，高温匣钵的底部以及四周

避免均设有可分离的硅酸铝陶瓷纤维纸；

高温匣钵底面的尺寸为892×892  mm2。

[0069] （4）将所述装饰板坯体按照第一温度曲线烧制；

其中，将坯体在辊道窑中进行烧制，第一温度曲线为：

从室温到900℃，升温时间为25  min；

从900℃到1020℃，升温时间为35  min；

从1020℃到烧成温度，升温时间为25  min；

在烧成温度保温15  min；

其中，烧成温度为1200℃；

（5）将步骤（4）得到的装饰板坯体按照第二温度曲线冷却；

其中，第二温度曲线为：

从1190℃到650℃，降温时间为50  min；

从650℃到50℃，降温时间为140  min。
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[0070] （6）切割磨削，得到发泡陶瓷保温装饰板成品。

[0071] 实施例8

本实施例提供发泡陶瓷保温装饰板，其包括陶瓷砖层和发泡陶瓷层；其中，陶瓷砖层的

厚度为9  mm；发泡陶瓷层的厚度200  mm。其中，陶瓷砖层的配方与发泡陶瓷层的配方如表1

和表2所示；

其制备方法为：

（1）制备陶瓷砖粉料，压成、干燥后得到陶瓷砖砖坯；

具体的，将各种原料经球磨、喷雾干燥后得到陶瓷砖粉料，然后与不同色料混合，得到

多种不同颜色的陶瓷砖粉料；进而采用多管布料机布料后压成，干燥后得到陶瓷砖砖坯；陶

瓷砖砖坯的尺寸为890×890  mm2；

（2）制备发泡陶瓷粉料待用；

具体的，按照配方混合各种原料，然后经球磨、喷雾干燥、过筛后得到发泡陶瓷粉料；

（3）将所述陶瓷砖砖坯放入高温匣钵中，并将发泡陶瓷粉料布料到所述陶瓷砖砖坯上，

得到装饰板坯体；所述装饰板坯体包括陶瓷砖砖坯和设于其上的发泡陶瓷坯体；

具体的，将设有装饰图案的正面朝下放入高温匣钵中；并且，高温匣钵的底部以及四周

避免均设有可分离的硅酸铝陶瓷纤维纸；

高温匣钵底面的尺寸为892×892  mm2。

[0072] （4）将所述坯体按照第一温度曲线烧制；

其中，将坯体在隧道窑中进行烧制，第一温度曲线为：

从室温到900℃，升温时间为60  min；

从900℃到1020℃，升温时间为30  min；

从1020℃到烧成温度，升温时间为30  min；

在烧成温度保温35  min；

其中，烧成温度为1170℃；

（5）将步骤（4）得到的装饰板坯体按照第二温度曲线冷却；

其中，第二温度曲线为：

从1190℃到650℃，降温时间为50  min；

从650℃到50℃，降温时间为160  min。

[0073] （6）切割磨削，得到发泡陶瓷保温装饰板成品。

[0074] 将实施例1~8的陶瓷产品做检测。其中，关于尺寸的测试中，发泡陶瓷层和陶瓷砖

层的宽度为烧制冷却后、切割磨削前测定。其中，平整度测试仅针对陶瓷层而言，其具体测

试方法参见GB/T  3810.2；吸水率和防火等级的测试针对整体装饰板而言，吸水率的测试参

见GB/T  3810.3（真空法）；防火等级的测试参见GB/T  8624。其余测试均针对发泡陶瓷层而

言，具体的，发泡陶瓷层的抗压强度、体积密度的测试参见GB/T  5486；发泡陶瓷层的导热系

数测试参见GB/T  10295。测试结果如表3和表4所示：
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由表中可以看出，本发明中的发泡陶瓷保温装饰板，陶瓷砖层与发泡陶瓷层在烧制和

冷却过程中相互配合，发泡陶瓷层的气孔均匀，气泡形状一致；且其导热系数、抗压强度等

理化性能优良。陶瓷砖层则平整度高（变形度在0.5%以内）。保温装饰板整体的吸水率低、耐

火等级高，装饰性能突出。

[0075] 以上所述是发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来

说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也视为本

发明的保护范围。

说　明　书 12/12 页

15

CN 111732425 A

15



图1

图2

说　明　书　附　图 1/1 页

16

CN 111732425 A

16


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002
	CLA00003

	DES
	DES00004
	DES00005
	DES00006
	DES00007
	DES00008
	DES00009
	DES00010
	DES00011
	DES00012
	DES00013
	DES00014
	DES00015

	DRA
	DRA00016


